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報告書データ / Report
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Abstract (Aim, Use
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次世代エレクトロニクスのデバイス開発を目的として他施設で試作されたTSV付
のTEGウエハについて、産業技術総合研究所ナノプロセシング施設(NPF)の設備を
利用し、TSVの抵抗測定と断面解析を行った。
本報告では、その抵抗測定結果と断面解析結果について述べる。

実験
Experimental

【利用した主な装置】
【NPF051】デバイスパラメータ評価装置
【NPF034】集束イオンビーム加工観察装置(FIB)

【実験方法】
他施設で作製した300mmパターン付きウエハを、ウエハセンターからエッジまで
を短冊状に劈開して切り出し、デバイスパラメータ評価装置で複数チップのTSV抵
抗を測定した。その結果を基にFIBでTSVを加工し、形状を観察した。

結果と考察
Results and Discussion

Fig.1に代表的な抵抗測定結果を示す。Wafer centerからWafer middleにかけては
想定していた抵抗値を示したが、Wafer edgeでは高抵抗を示した。この結果を受け
てTSVの形状をFIBで加工・観察した結果、Fig.2のようにWafer edge側ではTSVが
アルミパッドまで届いていないことを確認、これが高抵抗の原因であることが分かっ
た。
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Figures, Tables and

Equations 1

Fig.1 Measurement results of Kelvin resistance
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Figures, Tables and

Equations 2

Fig.2 TSV bottom images of (a) Wafer center and (b) Wafer edge.
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